FDM vs SLA: 3D Baskida Hangi
Teknolojiyli Secmelisiniz?

3D baski teknolojileri, gunumizde hizla gelisen ve pek c¢ok
endistride yaygin olarak kullanilan inovatif bir yontemdir.
FDM (Fused Deposition Modeling) ve SLA (Stereolithography) ise
en populer 3D baski teknolojileri arasinda yer almaktadir.
FDM, eriyik termoplastik malzemelerin katmanlar halinde
birlestirilmesi prensibine dayanan bir yontemdir. SLA ise sivi
recinelerin UV 15191 ile katmanlar halinde sertlestirilerek 3D
nesnelerin olusturuldugu bir 3D baski teknolojisidir. Her iki
teknoloji de benzersiz avantajlara sahip olup, hangi
teknolojiyi secmeniz gerektigini belirlemek, baski
projelerinizde basariya ulasmaniz ic¢in Onemlidir.

1. FDM Teknolojisi:

FDM, 3D nesnelerin olusturulmasi ic¢in eriyik termoplastik
filamentlerin tabakalar halinde birlestirilmesi prensibine
dayanir. Bu teknolojinin onemli avantajlari sunlardir:

Malzeme Secenekleri: FDM teknolojisi, PLA, ABS, PETG gibi
farkli termoplastik malzemelerle uyumlu calisabilir. Bu da
kullanicilara genis bir malzeme yelpazesi sunar ve farkli
projeler icin uygun secenekler sunar.

Dislik Maliyet: FDM yazicilar ve filamentler genellikle diger
3D baski teknolojilerine gore daha uygun fiyatlidir. Bu durum,
butce dostu bir ¢O6zum arayanlar icin avantajli olabilir.

Kullanim Kolayligi: FDM yazicilar, genellikle kurulumu ve
kullanimi kolay olan kullanici dostu arayuzlere ve isletim
sistemlerine sahiptir. Bu da yeni baslayanlar icin tercih
edilebilir hale getirir.

Guclu ve Dayanikli Sonuclar: FDM ile Uretilen parcalar
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genellikle saglam, dayanikli ve kullanim acisindan guvenlidir.
Bu 0Ozellik, mihendislik wuygulamalari veya dayanikli
prototipler gibi yuksek mukavemet gerektiren projeler icin
onemlidir.

2. SLA Teknolojisi:

SLA, sivi recinelerin katmanlar halinde UV 1s1g1 ile
sertlestirilmesi prensibine dayanir. SLA teknolojisinin o6nemli
avantajlari sunlardir:

Yuksek Hassasiyet ve Detay: SLA ile uretilen parcalar, yuksek
¢ozunurluk ve detay seviyelerinde uretilebilir. Bu o0zellik,
hassas ve detayli projelerde onemli bir avantaj saglar.
0zellikle dis hekimligi, taki tasarimi veya mimari modelleme
gibi alanlarda tercih edilir.

Paruzsuz Yuzeyler: SLA teknolojisi, dluzgun ve puruzsuz
yuzeylerin elde edilmesini saglar. Bu 6zellik, estetik acidan
onemli olan projelerde degerli bir avantajdair.

Karmasik Geometriler: SLA, ic¢ ice gecmis veya Kkarmasik
geometrilere sahip parcalarin dretimi icin daha uygundur. Bu
ozellik, prototip Uretimi veya uretim parcalarinin tasariminda
bliylik bir esneklik saglar.Hizli Uretim: SLA, bazi durumlarda
daha hizli baski sureleri sunabilir. Baski sureleri,
projenizin buayuklugine, karmasikligina ve secgilen
parametrelere bagli olarak degisebilir.



Peki Hangi Teknolojiyil
Secmelisiniz?

FDM ve SLA teknolojileri arasinda secim yaparken asagidaki
faktorleri goz onunde bulundurmaniz onemlidir:

— Projenizin Gereksinimleri: Hangi teknolojiyi sececeginizi
belirlemek icin projenizin spesifik gereksinimlerini dikkate



almalisiniz. Dayaniklilik, hassasiyet, detay, malzeme
secenekleri gibi faktorleri g0z onunde bulundurun.

— Baski Kalitesi: Projelerinizde ne tur bir baski kalitesi
elde etmek istediginizi belirleyin. Yuksek c¢oézunurlik ve
purizsiz ylzeyler mi gerekiyor, yoksa dayanikli ve saglam
parcalar mi1 istiyorsunuz?

— Malzeme C(Cesitliligi: Hangi malzemelerle calismak
istediginizi belirleyin. Farkli termoplastik malzemelerle
calismak isterseniz FDM, recinelerle calismak isterseniz SLA
daha uygun olabilir.

— Maliyet: Blutgeniz, 3D yazici ve malzeme maliyetleri
konusunda 6nemli bir faktérdir. Ihtiyaclariniza uygun olan
teknolojiyi secerken maliyeti g6z oOnunde bulundurun.

— Kullanim Kolayligi: 3D baskiya yeni basliyorsaniz, kullanim
kolayligina 6nem vermeniz odnemlidir. Hangi teknolojinin size
daha uygun oldugunu degerlendirirken kullanim kolayligina da
dikkat edin.

Sonu¢ olarak, FDM ve SLA, farkli avantajlara ve kullanim
alanlarina sahip olan iki farkli 3D baski teknolojisidir.
Hangi teknolojiyi secmeniz gerektigini belirlemek 1icin
projenizin gereksinimlerini, baski kalitesini, hizi ve
bitcenizi g6z &6ninde bulundurmaniz onemlidir. Iyi bir
degerlendirme vyaparak, ihtiyaclariniza en wuygun olan
teknolojiyi secebilir ve projenizi basariyla
tamamlayabilirsiniz.



Hi1zl1 Prototipleme: Mobil
Fotografciligin Gelecegil

3D baski teknolojisi hizli prototipleme, son kullanim
parcalarini yazdirma, kalip olusturma ve daha fazlasini yapmak
icin tercih ediliyor. Fotograf endistrisinde yeni bir girisim
olan Glass Imaging Inc. de kameralarin calisma prensibini
yeniden ele alirken SLA’dan faydalaniyor.

Glass Imaging Inc., gorinti islemenin gelecegini ele almak
icin Tom Bishop ve Ziv Attar tarafindan kuruldu. Cift,
Apple’da mobil goriuntileme lUzerinde calisirken
tanisti. Akilli telefon kameralarinda yillarca artan
iyilestirmelerden sonra yeni bir karar aldilar. Kameralarin
nasil calistigini yeniden dislinmek icin Glass Imaging Inc.’1i
kurmak lUzere yola c¢iktilar.

Ekip, mikemmel fotografi olusturmak icin donanimi (lens ve
sensorler) ve modern akilli telefonlarin yapay zeka yetenegini
kullaniyor. Bu yetenekeleri bir kamera tasarlamak icin
benzersiz bir firsat goruyorlar. Ekip, standart bir akilli
telefon kasasina genis bir anamorfik lens ve ekstra genis
sensorler yerlestirerek DSLR kalitesinde fotograflari cebinize
getirmeyi amacgliyor.
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Bir Glass Inc. kamera maketi. Sirketin kamera teknolojisi,
standart bir akilli telefonun 1icine sigacak sekilde
tasarlanmistir.

Telefon Ureticilerini, cogunlukla yeterli olan onlarca yillik
eski teknolojiden vazgegmeye ikna etmeleri gerekiyor. Bunun
icin Glass Imaging Inc.’'in calisan, islevsel bir prototipe
ihtiyac1 olacak. Iste burada sirket ici stereolitografi (SLA)
3D baski devreye giriyor. Boylelikle mevcut sirketlerle daha
iyi rekabet edebiliyor. Glass Imaging Inc., demo yuvalari,
lens kilaiflari ve daha fazlasini olusturmak i¢in hem Black
Resin hem de Rigid 4000 Resin kullaniyor.



3D baski Cam Goruntileme prototip kamera kasasi ve lens
yuvalarinin bilesenleri.

3D Baski Inovasyonu

Attar baslangicta bir FDM 3D yaziciya yatirim yapti. FDM baski
basina dusuk bir fiyat sunuyordu. Yine de malzeme o6zellikleri
genellikle bircok is uygulamasi icin gecerli olmuyordu. Daha
iyi bir secenek ararken sirket, baslangicta Amazon’dan ucuz
bir SLA yazicisi satin aldi. Bu yazici telefon kiliflari gibi
bazi blyuk baskilar yaptigi icin sirket, kismen daha kolay
malzeme tasimasi nedeniyle Form 3+’'ya yatirim yapti. Cogswell
ise koyuldu, farkli tutucular ve lens kiliflari basip test
etti.

Tasarim konseptinizden fiziksel baskiniza gecmek cok kolay
oldu. Uretim icin tasarim konusunda endiselenmek
istemezsiniz. 0Ozel desteklere sahip bazi uc¢ vakalar var.
Ancak c¢ok hizli bir 6grenme egrisi oldu. Birkac gln icinde
bunun ic¢in modiller yazdiriyordum. Eklemeli dretim nedeniyle
pazara yeni Urinler getiren yenilik¢i girisimlerde biyiUk bir
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artis oldu.

Cogswell

Cogswell, kucuk oOlcekte prototip olusturmanin “3D baski
olmadan cok zor olacagini sodyledi. Ilk katildigimda, islenmis
parcalar ve CNC makineleri aliyorduk. Bunlari en hizli sekilde
haftada birkac gun icinde geri alirsiniz ve sonra ayarlamaya
ihtiyaciniz varsa, onlari geri gondermeniz gerekir. 3D baski
ile demomuzu cok daha ilgi c¢ekici hale getiren kucuk
degisiklikler yapabildik. Yeni 6zellikler dahil edebildik.”

Devam etti, “Temelde butin bir telefon kilifini basiyoruz.
Eger bunu makineyle yapiyor olsaydik, binlerce dolara mal
olurdu. Sure¢ bir hafta veya daha fazla sudrerdi. Simdi, Cuma
0gleden sonra baskiya basliyorum ve Pazartesi sabahi
geldigimde baski bitiyor.”

Baslangic¢ [J[Jasamasindaki girisimler icin prototipler,
tasarimlari test etmenin yani sira yatirimcilara ve
isletmelere ne Uzerinde calistiklarini gostermek ic¢in onem
tasiyor. En onemlisi, 3D baski, urudnlerin surekli olarak
gelistirilmesine yardimci olur.

VAN .
3B baski muhafaza ile olusturulmus bir Cam GoOrdntuleme

prototip kamerasindan ornek goruntuler; biayutidlmis boélgeler,
asiri ayrinti ve DSLR benzeri oOn plan/arka plan ayrimi



gosterir.

Fotografin Gelecegi

Ekip, ekstra genis bir sensoru, c¢ikintili tumseklere ihtiyac
duymadan bir mobil cihaza miukemmel sekilde uyan ultra ince bir
module sikistirarak, telefon kameralarinin DSLR cihazlari
kadar iyi olabilecegine inaniyor. Bunu yapmak ve tum cihazi
yazilim algoritmalariyla mukemmel bir sekilde senkronize
olacak sekilde tasarlamak, akilli telefon kamera kalitesinde
ilk gercek yeni nesil sicramayi saglayacaktir. Cogswell'’in
sirket i¢i 3D baskiyi disunen diger tasarimcilara ne gibi bir
tavsiyesi oldugu soruldugunda,

Sadece deneyin. Kendi parcanizi bastiginizda, ic¢inde ne
oldugunu anliyorsunuz ve bu gercekten eglenceli. CAD
parcanizin bir gun icinde elinize gecmesi
eglencelidir. Bununla yapabileceginiz ¢ok sey var, tasarim
hakkinda disiunmenin pek cok yolu var.

Kamera mercegini yeniden tanimlama yolculugunda Glass Imaging
Inc.’i1 takip etmek 1icin internet sitelerini ziyaret
edebilirsiniz.

Masaustu SLA vs. Masaustu LCD
3D Yazici

Geleneksel iuretim teknolojilerinden 3D
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baski teknolojisine gecerken hangi tiir 3D
yaziciyl secmeliyiz?

Urin yasam doénglisi g6z 6nine alindiginda, 3D bask1
teknolojilerinin kullanisliginin vyalnizca prototipleme
asamasinda degil bir cok alanda oldugunu biliyoruz. Bunlar
arasinda uretim asamalarina yardimci olacak tum arag¢ ve
ekipmanlari (jigler, sablonlar vs.) ve Uretim makinelerinin
bakim asamalari icin yedek parca uretimi bulunmakta.

Fotopolimer recine kullanan teknolojiler, milimetrenin yuzde
biri dizeyinde (FDM yazicilarla elde edilemeyen degerler)
dogruluk ve hassasiyet ihtiyacindan dogmustur. Mihendislik
islerinde kullanilan recineler gelistikce daha da populer hale
gelmektedir.

Ihtiyaclariniza en uygun 3D yaziciyl secebilmeniz icin 1s1ga
duyarli recine kullanan iki teknolojinin (SLA ve LCD)
artilarini ve eksilerini karsilastirdik. Bu karsilastirmayi
yaparken iki profesyonel seviye 3D yazici Shining3D AccuFab-
L4K ve Formlabs Form 3+ baz aldik.

1. Yazdirilabilir Malzemeler ve Recine
Maliyeti

Odaklanmak istedigimiz ilk nokta, hem mevcut malzeme
cesitliligi hem de maliyet acisindan recinelerdir.

BASF Forward AM'nin 2020’'de bir fotopolimer reg¢ine ureticisi
olarak pazara girisi, acik recine sistemleri kullanan
yazicilarin dizenini degistirdi.



Resine BASF Resine Formlabs

sisterna aperto sisterna chiuso

N g e e
Ultracur3D Ultracur3D UltracuraD’

Spesifik olarak, Formlabs Form 3+ kapali bir malzeme sistemine
sahiptir ve bunun recinelerin maliyeti Uzerinde Onemli bir
etkisi vardir. Aslinda, en ucuz Formlabs rec¢inenin maliyeti
KDV hari¢ litre basina 185 Euro‘dur. Buna, uygulamamizin
Formlabs serisinde bulunan recinelerden biri, yani 6 tip
Standart Recine, 10 Mihendislik recinesi ile
gelistirilebilece@i umuduyla, uclnci taraf recineleri basmanin
imkans1z1l1g1 da eklenmelidir.

Ote yandan, Shining3D tamamen acik malzeme sistemine
odaklanarak, digerleri arasinda, litre basina maliyeti KDV
haric 40 €‘ya kadar disliren BASF, Anycubic, Creality ve diger
marka recineleri kullanmamiza izin veriyor.

2. Cozunurlik ve Baski Hacmi

(LCD) L4K (SLA) Form 3+
XY cozunurlugu 0,050 mm 0,025 mm

Z cozunurlugi 0,025 mm 0,025 mm
Bask1i hacmi |192x120x180 mm|145x145x185 mm




Form 3+ ile Basilmis

Accufab-L4K ile Basilmis




3. Baski Hizi

LCD sistemi, SLA teknolojisinin yavas yazdirma surecinil
hizlandirma ihtiyacindan dogmustur. Aslinda SLA ile lretimde
bir sonraki katmana gecmeden O6nce tum katmanin noktasal olarak
tek tek kurlenmesi gerekiyor.

Accufab-L4K ise tum katman tek seferde kiirlendigi icin, Form3
+ ‘dan 5 kat daha hizli uUretim yapabiliyor. 0.025mm katmanla
10 mm/h’den 0.200mm katmanla 50 mm/h’ye kadar netlik sagliyor.

B Printer Series m Printer Serial No. O Material < Layer Thickness/Layers @ Duration

Ornedin, Accufab-L4K 3D yazicida yukarida gorduginiz 99
bilesenin tamamini veya yalnizca birini yazdirmak, 0.050
mm’lik bir katmanla 40 dakika slrecektir.

Form 3+ kullanildiginda ise bilesenlerin yarisini olusturmak
icin gereken baski suresi yaklasik 7 saattir.

Form 3+ XY baski alaninin daha kucuk olmasi, ayni sayida
bileseni isleyebilmek ic¢in en az iki baski islemi
gerektirecektir.



4. Otomatik Recine Isitmasi

3D yazdirmaya baslamadan Oonce Formlabs SLA yazicilari rec¢ineyi
otomatik olarak ayarlanan bir sicakliga 1isitir. Sarf malzemesi
icin ideal sicakliga ulasildiginda, yazdirma baslar. Yazici,
recine sicakligini kontrol etmek ve buna gdre ayarlamak icin
islemi periyodik olarak duraklatabilir.

Ozellikle Form 3+, Unitenin arkasinda bir havalandirma
deligine sahiptir. Yazici havayi 1sitir ve recineyi 1sitmak
icin recine tankina Ufler. Isitma kanalindaki bir termal
sens6r hava sicakligini algilar.

Bu, baski icin 20°C ile 25°C arasinda sicakliklara ihtiyac
duyan tim recinelere avantaj sagliyor, ancak baskiya baslamak
icin gereken bekleme sureleri dezavantaj oluyor.

Ote yandan Accufab-L4K, baski islemi sirasinda recine
sicakligini sabit tutmamiza izin vermez ve bu nedenle
recinenin islenmesi icin belirli bir sicakliga ihtiyaci varsa,
laboratuvarda kontrolld bir sicakligin korunmasi veya recgineyi



1s1tilmasi gerekir.

5. Yazilam

Her 1iki Uretici de, bir gcode olusturarak baski ayarlari
yapmaniza ve baski islemlerini izlemenize olanak taniyan
tescilli bir dilimleme yazilimina sahiptir.
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PreForm algoritmalari, modelin duUzenini, yonunu ve
desteklerini otomatik olarak ayarlar. Her iki yazilaim da
(PreForm ve AccuWare), istenen katman kalinligini ayarlamaniza
ve uyarlanabilir bir katman kullanmaniza olanak tanir. Bu
gelismis yazdirma modu, yazdirma islemi sirasinda katmanlarin
kalinligini degistirmek ve yuksek dizeyde ayrintiyi yazdirma
hiziyla dengelemek i¢in kullanilir.

6. Aksesuarlar

Yukaridaki gorsel, baski sonrasi (yikama ve kirleme) icin iki
Formlabs aksesuarini gostermektedir. Form 3+ baski tablasi
yazicidan c¢ikarilabilir ve Ureticinin modellerin kurleme
asamasiyla 1ilgili yikama talimatlari izlenerek oOnce Form
Wash‘a ve ardindan Form Cure‘a yerlestirilebilir.

Shining3D su anda tescilli aksesuarlara sahip degildir, bu
nedenle islemi tamamlamak icin uclncu taraf isleme sonrasi
aksesuarlari oOnerilir.

Sonuc¢lar

Asagidaki tablo, fotopolimer recine baskisi icin su anda
sinifinin en 1iyisi masaustu yazicilar olan iki modelin guglu
ve dezavantajlarini O0zetlemektedir.



(LCD) L4K (SLA) Form 3+

Fiyat 2990 € 4790 €
Cozunurluk 0,050 — 0,025 mm 0,025 — 0,025 mm
14 14 1
Baski hacmi 192 x 120 x 180 mm > X lm: x 185
Z'de 5 ila 15 mm
Baski h1z1 Z'de 10 ila 50 mm / s /1 .
Endustri 4.0 ile
Mevcut Mevcut
uyum
Yazilim Mevcut Mevcut
Uclincli taraf Form Cure ve Form
Ardil islem ?u i . - Y
ekipmanlar ile Wash
Otomatik Isitma Mevcut degil Mevcut
Recine maliyeti 30 € 185 €

Kaynak: Crea3d

Mikro 3D Baski: Minyatirlesme
Devrimi

Elektronik, biyoteknoloji, otomotiv ve havacilikta minyatir
cihazlara yonelik artan talep, mikro o0lcekli katki uUretim
teknolojilerinin gelistirilmesine olan ilgiyi artiriyor. Bu 3D
baski yontemi, geleneksel uretimle mumkudn olmayan sekillerde,
daha hizli ve cok daha dusuk maliyetlerle klcguk parcalar ve
bilesenler iretebilir. Ureticiler, kendi mikro parcalarini
sirket icinde 3D olarak basarak, gunumuz tedarik zinciri
aksamalarindan etkilenmemektedir.
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3D MicroPrint’ten metal 3D mikro baski (Kaynak: 3D MicroPrint)

Dinya yuksek frekanslar, kisa dalga boylari ve kucuk antenler
ile 5G bant genisligine gecerken, mikro yari iletkenler
cevremizdeki urunlerde yer buldukca mikro 1s1i esanjorlerine
olan ihtiyac¢ artiyor. Tibbi tedavi hastaya 6zel hale geldikce,
stentler gibi kisisellestirilmis tibbi cihazlar Uretme
ihtiyaci da artiyor. Su anda arastirmalarda cogunlukla
kullanilmasina ragmen, mikro o6lcekli katkili dretim,
giyilebilir ve gomulu sensoOrlerden baskili devre kartlarina ve
canli hucrelerle 3D baskiya kadar uygulamalar ic¢in bdyuk umut
vadediyor.

Mikro enjeksiyonlu kaliplama, mikro isleme ve asindirma gibi
geleneksel Uretim teknikleri hassas kucuk parcalar uretebilse
de, bu tur islemler oOzellikle tek veya toplu kucuk parcalar
icin karmasik ve maliyetlidir. Ustelik bu isleri yapabilecek
¢cok fazla sirket yoktur. Mikro Olcekte eklemeli dretim, yuz
binlerce parcaya kadar Uretim 1icin uygun olan yuksek
cozunurlukli ve yuksek hassasiyetli parcalarla geleneksel
uretime bir alternatif sunuyor.

Mikro 3D Baski Teknolojisinin Temelleri

Mikro Olcekte eklemeli uUretim, genellikle 5 mikron katman



kalinligina ve 2 mikron c¢oOzunurlige kadar tek haneli
mikronlarda olculen parcalarin uretimini ifade eder. Hatta
bazi1i teknolojiler, bir mikrondan 1000 kat daha kicuk olan
nanometre (nm) cinsinden oOlculebilen parcalari bile
yazdirabilir. Referans olarak, bir insan sac¢inin ortalama
genisligi 75 mikrondur ve bir insan DNA ipliginin capi 2.5
nanometredir.

Bu teknoloji gunumizde luks saat tasarimindan havacilik ve
uzay teknolojisine kadar her seyde kullanilmaktadir. Cogu
mikro 3D baski, recine yazicilar veya daha spesifik olarak
1s1kla fotopolimerizasyon reaksiyonlarai yoluyla
gerceklestirilir. Ancak bazi sirketler polimerlerin otesine
gecerek celik, bakir ve altin dahil metaller alanina girmeye
basladi. Mikro katkilai dretim teknolojisinin bes ana
kategorisine bir goz atalam.

Mikrostereolitografi (pSLA)

Bu islem, tekne polimerizasyon ailesindendir. Isiga duyarli
si1vl recine malzemesinin wultraviyole 1lazere maruz
birakilmasini icerir. Genel silrec¢, c¢ogu ticari recgine
yazicisiyla aynidir. Rec¢ineyi bir tanka dokun, bir yap1i
platformunu recineye indirin. Lazer 3D parcanin bir kesitini
katman katman c¢izerken, platform asagiya indirilir. Aradaki
fark, lazerlerin karmasikligi ve neredeyse inanilmaz derecede
kicik 1si1k noktalari Uretebilen lenslerin ve 6zel recinelerin
eklenmesidir.

Projeksiyon Mikrostereolitografisi (PuSL)

Bu eklemeli Uretim teknigi disuk maliyeti, dogrulugu, hizi ve
ayrica polimerler ve biyomalzemeler gibi kullanabildigi
malzeme yelpazesi nedeniyle buyuyor. PuSL islemi, lazer yerine
PuSL'nin bir projektérden gelen ultraviyole 1s1g1 kullanmasi
disinda uSLA’ya benzer. Teknik, mikro O0lcekli c¢ozunurlukte bir
UV 15191 flasi kullanarak tidm sivi polimer katmaninin hizli
fotopolimerizasyonuna izin verir, bu nedenle oOnemli oOlgude
daha hizlidir. Carbon gibi sirketlerin 3D yazicilarinda


https://blog.3dortgen.com/sla-ve-dlp-3d-yazicilar-arasindaki-farklar/

goreceginiz dijital 1sik isleme (DLP) recine 3D baski
teknolojisine oldukca benzerlik gosterir.

2 mm k - 500 pm
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Bu kuledeki her bir Sampanya flut, Microlight3D tarafindan TPP
ile basilmis 400 mikron boyundadir . (Kaynak: Microlight3D)

Iki Fotonlu Polimerizasyon (2PP veya TPP)

Bu teknolojinin mikro 3D yazicilar arasinda en yuksek
dogrulugu sagladigi gosterilmistir. Doku mihendisligi ve tibbi
implantlar gibi umut verici tibbi yeniliklerin yani sira
mikromekanik dahil endustriyel wuygulamalar ig¢in
kullanilmaktadir. Ancak teknoloji ve malzemeler hala c¢ok
pahaliyken, yazicilar diger teknolojilerden daha yavas
olabiliyor.

Bu yontemde, 6zel 1si1ga duyarli recine teknesinin derinliginde
3D desenleri izlemek ig¢in darbeli bir femtosaniye lazer
kullaniyor. Bu teknoloji bir nanofabrikasyon teknolojisi
olarak kabul edilen 1 um’den daha dusiuk cozunurluklere olanak
taniyor.

Litografiye Dayali Metal Imalati (LMM)

Bu metal 3D baski yontemi, ayni fotopolimerizasyon
ilkelerinden bazilarini kullanarak cerrahi aletler ve
mikromekanik parcalar da dahil olmak Uzere uygulamalar icin



kicik metal parcalar olusturur. LMM’'de metal tozu, 1siga
duyarli bir rec¢ine ic¢inde homojen olarak dagitilir ve daha
sonra mavi 1si1ga maruz birakilarak secici olarak polimerize
edilir. Baskidan sonra, “yesil” parcalarin polimer bilesenleri
c¢ikarilir ve bir firinda sinterleme islemiyle tamamlanan
tamamen metal “kahverengi” parcalar birakilir. Besleme
stoklari paslanmaz c¢elik, titanyum, tungsten, piring, bakaxir,
gumus ve altin icerir.

Elektrokimyasal Biriktirme

Mikro metal 3D baski teknolojisinin en ileri noktasinda,
herhangi bir son islem gerektirmeyen bir metal mikro 3D baski
islemi gelistiren Isvicre merkezli sirket Exaddon var. Bu
islemde, bir baski nozulu metal iyonlari iceren siviyl bir
mikro kanal araciligiyla baski ylzeyine iletir. Bu iyonlar,
nesne tamamlanana kadar daha buyuk yapi taslarina (voksellere)
donusen kati metal atomlarina cozular.
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3D MicroPrint ile metal 3D baskili parcalar (Kaynak: 3D
MicroPrint)
Mikro Secici Lazer Sinterleme (uSLS)

Bu toz yatakli fuzyon bazli katki maddesi Uretimi, esasen
kicuk O0lcekte secici lazer sinterlemedir (SLS) ve genellikle



mikro lazer sinterleme olarak adlandirilir. SLS genellikle
plastiklerle yapilan bir islemi ifade etse de burada uSLS daha
yaygin olarak metallerle bir lazer sinterleme islemini ifade
eder. pSLS alt 5 um coézunlrlagu ve 60 mm’den daha fazla olan
bir verim ile gercek 3D metal parcalar uretebiliyor.

uSLS’de, bir metal nanopartikdl murekkebi tabakasi bir
substrat Uzerine kaplaniyor ve ardindan tek tip bir
nanopartikul tabakasi uUretmek icin kurutuluyor. Daha sonra
nanoparcaciklari istenen desenlere 1sitmak ve sinterlemek icin
dijital bir mikro ayna dizisi kullanilarak desenlenen lazer
151g1 kullaniliyor. Bu adimlar dizisi daha sonra puSLS
sisteminde 3D parcanin her katmanini olusturmak 1icin
tekrarlaniyor.

Mikro 3D baski — veya daha dogrusu mikro 6lcekli katki lGretimi
— mikrociplerden tibbi cihazlara kadar her seyde yeni bir
minyaturlesme devrimini koérukliayor.

Kaynak: ALL3DP

Dogru 3D Yaziciyi Nasil
Seceriz: SLA ve FDM

Eklemeli Uretimde strekli bir cekisme halinde olan SLA ve FDM
yazicilari inceleyerek hangi yazicilarin uUretimimiz ic¢in en
iyi secenek oldugunu bulmaya calisacagiz.


https://all3dp.com/1/micro-3d-printing-guide/
https://blog.3dortgen.com/dogru-3d-yaziciyi-nasil-seceriz-sla-ve-fdm/
https://blog.3dortgen.com/dogru-3d-yaziciyi-nasil-seceriz-sla-ve-fdm/

Patentler 3B Yazicilarin
Gelecegli Hakkinda Bize Ne
Anlatiyor?

“Onimiizdeki 4 sene icerisinde 20 milyar dolarlik bir hacme
ulasmasi beklenen 3B yazici sektérii ne hizla bliyiiyor?, Onde
gelen teknoloji haber sitesi TechCrunch tarafindan yayimlanan
yaziya gore neden 3B yazicilarin patlama tarihi 2016 olarak
gosteriliyor? Pazarda bulunan birbirinden farkli onlarca
patent 3B yazici sektoriunin gelisimini nasil etkiliyor?” gibi
sorularin hepsi bu yazida cevap buluyor.

Hepimizin temennisi, 1000 dolarlik 3B yazicilarda endustriyel
kalitede baski alma hayali artik gercege donismek Uzere. Peki
2016 gercekten beklenen yil m1i?


https://blog.3dortgen.com/patentler-3b-yazicilarin-gelecegi-hakkinda-bize-ne-anlatiyor/
https://blog.3dortgen.com/patentler-3b-yazicilarin-gelecegi-hakkinda-bize-ne-anlatiyor/
https://blog.3dortgen.com/patentler-3b-yazicilarin-gelecegi-hakkinda-bize-ne-anlatiyor/
http://techcrunch.com/2016/05/15/how-expiring-patents-are-ushering-in-the-next-generation-of-3d-printing/
http://techcrunch.com/2016/05/15/how-expiring-patents-are-ushering-in-the-next-generation-of-3d-printing/

Geride kalan son birka¢ yilda, 3B yazici fiyatlarinin duzenli
olarak ucuzlamasi ve baski kalitesinin surekli olarak artmasi
tek bir ana nedene baglanabilir, Patentler. 1970’'1i yillardan
beri 3B yazici sektorunun sekillenmesinde oOnemli bir role
sahip olan bu patentlerin, olaylarin temeline indigimizde
aslinda 3B yazici sektorinin gelisimi icin bir ayak bagi
oldugunu ac¢ikca gériuyoruz.

1900’10 yillarin sonlarina dogru alinan bu patentlerin zaman



asimina ugramasindan yola c¢ikarak, 3B yazicilarin 2016 yili
itibariyle son kullanicilar tarafindan oldukca erisilebilir
hale gelecegi tahmininde bulunan TechCrunch, bunu su sekilde
acikliyor:

“FDM (Fused Deposition Modeling) baski patentinin gecerliligi,
2009 yilinda sona erdiginde, FDM tabanli 3B yazicilarin fiyati
10.000 dolardan neredeyse 1000 dolara dustu. Bu sayede son
kullanici odakli 3B yazici dreticileri, (MakerBot, Ultimaker
vb.) patentlerin gecerliligini yitirmesinden faydalanarak
kendi yazicilarini piyasaya surduler. Boylece herkes
tarafindan erisilebilir 3B baskinin onu acilmis oldu.”

Gorduguniz gibi, 1970’1i yillarin sonlarinda patenti elinde
bulunduran sirket hari¢ FDM baski teknigi hicbir son
kullanici, hatta hicbir 0zel sirket tarafindan erisilebilir
degildi. Dolayisiyla, pazarda bir tekellik durumu sdz konusu
oldugu gibi, bu teknolojiden son kullanicilar da
faydalanamiyordu. Ne zaman patentler gecerliligini yitirdi;
iste o zaman endustriyel sinif 3B yazicilardan masalstu 3B
yazicilara dogru bir cesit kayma yasandi.

2016 yili igin sayisiz spekulasyonlarin ortaya atilmasinin
arkasinda neden de iste bu. Su an yalnizca SpaceX, Tesla,
General Electric, BMW vb. sirketlerin elinde bulunan toz
tabanli, metal tabanli ve sivi tabanli baski teknolojilerinin
patentleri tam olarak bu yilin sonunda gecerliligini
yitiriyor.

“Yani bu gelisme yakinda metal, toz ve sivi tabanli baski
yapan 3B yazicilarain kullanici dostu, ucuz ve Kkigik
versiyonlarini gorebilecegimiz anlamina geliyor.”

Dilerseniz bu 3 temel baski teknolojisi patentinin, zaman
asimindan nasil etkilenecegini birlikte inceleyelim.



Sivi Tabanli Baski Teknolojisi
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Carbon 3D tarafindan gelistirilen 100x hizli baskiya imkan
taniyan CLIP teknolojisi, sivi tabanli baski alaninda buyuk
dalgalanmalara neden olmustu. Chuck Hull tarafindan
patentlenen SLA, yani sivi tabanli baski teknigi Uzerine insa
edilen bu teknoloji bakalim onumizdeki yillarda patentlerin
gecerliligini yitirmesinden nasil etkilenecek. Belki de 100x
hi1zl1 baski gercege dodnisecek!

Sivi tabanli baski onclulerinden Formlabs Inc. de patent
magdurlarindan.. 2012 yilindaki Kickstarter kampanyalarinin 3
milyon dolardan fazla fonlamaya ulasmasinin ardindan, 3D
Systems kurucusu Chuck Hull kendilerine hukuki dava actzi.
Acilan dava sonucu, su an satin alinan her Formlabs markali 3B
yazicidan %8 telif hakki kesiliyor. Alinan telif haklari 3D
Systems’a gidiyor. SLA teknolojisi patentinin bu yil sonunda



zaman asimina ugramasiyla Formlabs basta olmak lzere SLA
teknolojisine dayali yazicilarda bir fiyat dususu gorebiliriz.

Toz Tabanli Baski Teknolojisi

SLS (Selective Laser Sintering) teknolojisi 1984 yilinda Dr.



Carl Deckard ve Dr. Joe Beaman tarafindan bulundu. Bulduklari
teknolojiyi ticarilestirme vyoluna giden ikili, SLS
teknolojisinin patentini alarak yollarina devam etmeyi tercih
ettiler.

Ikili daha sonra bir miktar Ulcret karsiligi sahibi olduklari
SLS patentini 3D Systems’a kaptirdi. Ancak SLS teknolojisinin
patenti 2014 yilinda gecerliligini yitirdi. Bu gelismenin
ardindan 3B yazici ureticileri arasinda SLS tabanli, son
kullaniciya yonelik bir 3B yazici Uretme rekabeti basladi. Pek
yakinda pazarda SLS tabanli 3B yazicilarla karsilasabiliriz.

Metal Tabanli Baski Teknolojisi



Hepimiz ig¢in uzun yillar boyunca hayal olan bu teknoloji, en
¢ok yanki uyandiracak teknoloji desek abartmis olmayiz. S0z
konusu metal olunca, yapabileceklerinizin siniri kalmiyor.

Metal baski patenti Almanya’dan Fraunhofer Institute for Laser
Technology’nin elinde bulunuyor. Sevindirici haber: bu patent
de 2016 yilinda gecerliligini yitiriyor! Bunun ne anlama
geldigini zaten biliyorsunuz. Pek yakinda metal tabanli
yazicilarin masaustu versiyonlari gelistirilecek (veya su an



gelistiriliyor) ve fiyatlar dramatik bir sekilde asagi inecek.

3B yazici satislari her yi1l gdzle gorulur bir sekilde
artarken, yalnizca 2015 yilinda 5000 dolar fiyat barajinin
altinda tam 200.000 adet yazici satildi ve 4.1 milyar dolar
pazar degerine ulasildi. Bu oldukca umut verici, patentler
zaman asimina ugradiktan sonra sektdrin nasil calkalanacagini
ve bundan biz son kullanicilarin nasil faydalanacagini gdrmek,
biz 3. sanayi devrimine taniklik edenlerin yasacagi en glzel
sey olacak!

Kaynak: TechCrunch

Yazar: Cagan Kuyucu

Yiksek Hassasiyet Gerektiren
Tasarimlar Icin Gelistirilen
Forml+ Artik Tirkiye'de

Tiim diinyada 6zellikle dis hekimligi, kuyumculuk ve endiistriyel
tasarim alanlarinda tercih edilen Form 1+’1 Tiirkiye’de satisa
sunduk. Hammadde olarak recine kullanan, SLA adi verilen ve
recinenin lazerle katilastirilmasi yontemiyle calisan Form 1+,
son derece detayli objeleri kisa siirede yapmaya imkan taniyor.
Bu 6zel 3D yazici, Tiirkiye’nin ilk ve tek konsept 3D yazici
magazasi 3Dortgen’de ve Internet sitemiz 3dortgen.com’da
satisa sunuldu.


https://blog.3dortgen.com/yuksek-hassasiyet-gerektiren-tasarimlar-icin-gelistirilen-form1-artik-turkiyede/
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https://blog.3dortgen.com/yuksek-hassasiyet-gerektiren-tasarimlar-icin-gelistirilen-form1-artik-turkiyede/

3D yazici sektorunun tum dinyadaki en onemli Urunlerinden Form
1+’1 Turkiye'ye getirdik. Formlabs tarafindan gelistirilen
Form 1’in gelistirilmis versiyonu olan Form 1+, O6zelllikle dis
hekimligi, kuyumculuk ve endiistriyal tasarim alanlarinda
tercih ediliyor. Guc¢lu lazeri ve yuksek hiziyla, son derece
detayli ve zorlu objeleri kisa surede Uretebiliyor.

Kicuk boyutlari ile yasam alaninizi sinirlamayan Form 1+,
kullanici dostu yazilim arayuzu sayesinde kolayca
yonetilebiliyor. Hammadde olarak recine kullanan 3D yazici,
recinenin lazerle katilastirildigi SLA denilen sistem ile
calisiyor. Formlabs’in kullanicilarina sundugu 2 yeni recine
alternatifi sayesinde, esnek malzeme ile Uretim yapmak ve
kalip almak da mimkdn. Form 1+’'1 rakiplerinden bir adim daha
one tasiyan hammadde teknolojisi ve guc¢li donanimiyla, hem
tasarimlari en ince detayina kadar yakalayarak olusturuyor hem
de en zorlu ¢izimleri bile hizla fiziksel hale getiriyor.



Form 1+, 3DoOortgen tarafindan 5750 dolar fiyat etiketiyle
meraklilarinin ve profesyonellerin begenisine sunduk. Detayli
bilgi icin 3dortgen.com’u ziyaret edebilirsiniz.



http://www.3dortgen.com

Teknik Ozellikler

Teknoloji: Stereolithography (SLA)
Baski hacmi: 12,5 x 12,5 x 16,5 cm
Cozunurluk: 25/50/100 mikron
Ebat: 30 x 28 x 45 cm
Agirlik: 8 kg
Calisma Sicakligi: 18-28 °C
Guc Gereksinimi: 100-240 V



